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ソルダペーストに関する要求事項

1 一般事項
1.1 適用範囲 本規格は、高品質の電子的相互接続を形成するために使用されるソルダペーストの特性評価お

よび試験に関し、一般的な要求事項を規定するものである。本規格は材料の品質管理文書であり、組立工程にお

ける材料の性能に直接的に関連付けることを意図するものではない。ソルダペーストを購入する際に留意すべき要

求事項の情報および任意事項のリストについては、ソルダペーストのユーザーは 6.3 項を参照のこと。
1.2 目的 本規格は、試験方法および検査基準の特性と仕様を規定することによって、ソルダペーストの特性を

定義する。材料には、ソルダペーストを製造するために混合されたはんだ粉末およびソルダペーストフラックスを含

む。はんだ粉末は、粒子の形状と粒径分布により分類される。特に記載されていない粒径または分布を除外するこ

とは、本規格の意図ではない。分類および試験を含むソルダペーストのフラックス特性については、J-STD-004 に

基づいていること。ソルダペーストのはんだ合金特性 ( 要件を含む ) については、J-STD-006 に基づいていること。
ソルダペーストに関する要求事項は、一般的な用語で定義されている。特定のプロセスに対しソルダペーストの許

容基準を決定するためには、ユーザーは、( この規格の適用範囲を越えて ) 追加の試験を実施することができる。
1.3 品質 /性能に関するクラス分類 検査や試験頻度の段階的な増加を反映させるために、3 つの一般的なク

ラスが確立されている。一般的にはクラス間を重複することがあることも認識しておくことが望ましい。多くの場合、ク

ラス間の違いは属性の違いではなく、属性の保証レベルの違いである。ユーザーは、自社製品がどのクラスに属す

るかを決定することに責任を有する。本仕様書の試験や検査の要求事項は、金属はくを 3 つの品質 / 性能クラスの

いずれかに照らして試験できるよう個別化されている。
3 つのクラスを以下に示す：
クラス 1 このクラスの材料は、機械的特性や外観上の欠陥が重要ではなく、回路全体の機能性だけが要件とさ

れる用途に適している。この材料には所定の検査 / 試験要件はない。
クラス 2 このクラスの材料は、回路設計、工程歩留まり、仕様適合性要件により、局所的な不適合領域が許容

される場合の使用に適している。この材料は、試験および / または統計的工程管理 (SPC)/ 統計的品質管理 (SQC)

手法の使用により実証された、中程度の保証レベルを有する。
クラス 3 このクラスの材料は、高レベルの保証を要求される用途に適している。これらの保証レベルは、試験お

よび / または SPC/SQC 手法の使用により実証すること。
1.4 計測単位 本規格では、ASTM SI10, IEEE/ASTM SI 10, Section 3 に従い、国際単位系 (SI) で表示される [ 便

宜上、英単位系を括弧内に示す ]。本規格で使用される SI 単位は、寸法および寸法公差を表すミリメートル (mm) 

[in]、温度および温度許容度を表す摂氏 (°C) [°F]、重量を表すグラム (g) [oz]、および照度を表すルーメン (lm) [ フ

ートキャンドル ] である。
注：本規格では、その他の SI 派生単位 (ASTM SI10, Section 3.2) を活用し、ゼロを省略 ( 例えば、0.0012 mm は

1.2 µm と表記 )、または冪乗の代替として使用する (3.6 x 103 mm は 3.6 m と表記 )。
1.5 要求事項の定義 材料、準備作業、工程管理または許容に対する要求事項がある箇所では、“～すること

(shall)”または “～しないこと (shall not)” という表現が本書の文章において使用されている。“～が望ましい (should)”
の表現は推奨であり、一般的業界慣行および手順を反映するために指導目的として使用される。本規格の記述内

容のより良い理解のため、図面および説明図を掲載する。テキストは、図に優先する。
1.6 工程管理の要求事項 統計的工程管理 (SPC) の使用はオプションであり、設計安定性、ロットサイズ、生産

量および製造者の必要事項などの要因に基づくことが望ましい。SPC に関する品質保証の項については、4.6 項を

参照のこと。
1.7 優先順位 本規格、参照規格および図面よりも、契約内容を優先すること。
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